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	引言
	一、CBGA焊点机电热分析
	CBGA封装体结构由基板、上焊盘、焊球、下焊盘、PCB板组成，其结构示意图如图1.1：
	由图1.2可知，最大应力分布于CBGA焊球封装的角点位置且应力应变向中心呈逐渐减小趋势。由于温度循环
	由于焊点的塑性变形累积和应力松弛作用，应力和应变的最大值并不同时出现，有一定的滞后。随着热循环载荷的
	采用综合考虑焊点的塑性变形和蠕变的基于能量的Darveaux模型，如式（1-1）：
	其中、
	裂纹扩展直至破坏时的循环数为：
	由公式（1-6）可得焊点热疲劳寿命为：
	因此，球栅阵列封装结构的热疲劳寿命为12874个循环。

	二、CBGA焊点形态优化设计
	由于电路板组件中不同材料的热膨胀系数不一致，电路板会在变化的温度场下发生翘曲变形，导致其结构失效[4
	（1）建立优化数学模型
	确定优化变量：将焊点最大径向直径、焊盘直径、焊点高度设为关键参数进行优化；确立优化目标：CBGA焊点
	其中，表示CBGA焊点关键结构参数矩阵，
	（2）建立CBGA焊点最大热应力快速预测代理模型
	针对CBGA焊点最大热应力预测，为获得更精准的神经网络预测模型且减少前期训练样本，采用sobol取样
	（3）优化结果验证
	根据优化结果所得结构参数，进行热力学分析，结果对比如表2.1所示：
	由表2.1知，选取焊点径向最大直径、焊盘直径、焊点高度分别为0.7mm、0.5mm及0.5822mm

	三、总结
	本文通过对CBGA焊点的结构进行讨论，建立CBGA组件参数化有限元模型，并对模型进行结构动力学、热力


